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I NTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
SU RFACE M OU N TED PIEZOELECTRIC DEVICES  
FOR FREQU EN CY CON TROL AN D SELECTION  –  

STAN DARD OU TLIN ES AN D TERM IN AL LEAD CON N ECTION S –  
 

Part 4:  H ybrid  encl osu re outl ines  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ica l  commi ttees  ( I EC Nati onal  Commi ttees).  The  ob j ect  of I EC  i s  to  promote  i n ternational  
co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l d s .  To  th i s  end  and  i n  
add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons ,  Techn ical  Reports,  
Publ i cl y Avai l ab l e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  Pub l i cati on (s)” ) .  Thei r 
preparati on  i s  en trusted  to  techn ica l  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  i n  the  subject  dea l t  wi th  
may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governmen tal  and  non -governmen tal  organ izati ons  l i a i s ing  
wi th  the  I EC  a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y wi th  the  I n ternational  Organ i zati on  for 
S tandard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by ag reemen t between  the  two  organ i zati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternati onal  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonab l e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsibl e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is i n terpretati on  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC  Pub l i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t  possib l e  i n  thei r nati onal  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  between  
any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond ing  nati onal  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i nd i cated  i n  the  l a tter.  

5)  I EC  i tsel f does  not  provi de  any a ttestati on  of con form i ty.  I n dependen t  certi fi cati on  bod ies  provide  conform i ty 
assessmen t services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of conform i ty.  I EC  i s  not  responsibl e  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod ies.  

6)  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  N o  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i n cl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn i cal  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud ing  l ega l  fees)  and  expenses  
ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  u se  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  Publ i cati ons.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensabl e  for the  correct appl i cati on  of th i s  pub l i cati on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect  of paten t 
ri gh ts .  I EC  sha l l  not  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

I n ternational  Standard  IEC  61 837-4  has  been  prepared  by I EC techn ical  commi ttee  49:  
Piezoelectric,  d ie lectric and  e lectrostatic devices  and  associated  materials  for frequency con trol ,  
selection  and  detection .  

Th is  second  ed i tion  cancels  and  replaces  the  fi rst ed i tion  publ i shed  i n  2004.  I t  consti tu tes  a  
techn ical  revision .  

Th is  ed i tion  i ncludes  the  fol lowing  s ign i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

•  Ou tl i ne  d rawing  i s  defined  as  one  set of d rawings  consisting  of four views,  wh ich  are  the  view 
from  above,  the  front view,  the  view from  the  righ t,  and  the  view from  below,  i nstead  of one  
set consisti ng  of three  views  as  provided  in  the  previous  ed i tion .  

•  The  configurations  of the  enclosures  were  revised  as  shown  in  Table  1 .   
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The  text of th is  standard  i s  based  on  the  fol l owing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

49/1 1 1 7/FDIS  49/1 1 29/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  standard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC Di rectives,  Part 2 .  

Th is  I n ternational  Standard  shal l  be  read  i n  con junction  wi th  I EC  61 240:201 2.  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  61 837  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Surface mounted 
piezoelectric devices for frequency control and selection – Standard outlines and terminal lead 
connections,  can  be  found  on  the  IEC websi te.  

The  commi ttee  has  decided  that the  con tents  of th i s  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  the  
stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  related  to  
the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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SU RFACE M OU N TED PIEZOELECTRIC DEVICES  
FOR FREQU EN CY CON TROL AN D SELECTION  –  

STAN DARD OU TLIN ES AN D TERM IN AL LEAD CON N ECTION S –  
 

Part 4:  H ybrid  encl osu re outl ines  
 
 
 

1  Scope 

Th is  part of I EC  61 837  speci fies  the  ou tl ine  d rawings  and  terminal  l ead  connections  for surface  
piezoelectric devices  wi th  hybrid  enclosure  ou tl ines  and  i s  based  on  I EC  61 240:201 2  wh ich  
standard ized  l ayou t ru les  of ou tl i ne  d rawings  of su rface-mounted  device.  

2  N ormati ve referen ces  

The  fol lowing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normatively referenced  in  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  any amendments)  
appl ies.  

I EC  61 240:201 2,  Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted 
devices (SMD)  for frequency control and selection – General rules  

3  Con figu rati on  of encl osu res  

I f there  are  versions  wi th  d i fferen t heigh t of the  same  enclosures,  each  enclosure  i s  expressed  
by a  dash  ( /)  p lus  two  d ig i t  number after the  basic type  name.  The  version  number i s  i nd icated  
i n  the  d imension  table  i n  the  sheet.   

4 Di m ensions  of su rface  m ou n ted  pi ezoelectri c  devi ces  wi th  h ybri d  encl osu re  
ou tl i nes  

The  d imensions  i n  th is  standard  apply to  surface  mounted  piezoelectric devices.  

On ly those  d imensions  wh ich  meet the  requ i rements  of I EC  61 240  are  g iven .  

Drawings  of the  same s ize  shou ld  be  described  i n  the  same scale.  The  scale  shou ld  be  chosen  
based  on  the  Table  A. 1  of I EC  61 240: 201 2.  I n  th is  part of I EC  61 837,  i t  i s  recommended  that 
enclosures  wi th  nominal  l eng th  value  larger than  20  mm  use  scale  2 : 1 .   

5 Table  of detai l ed  d im en si on s  

The  d imensions  shal l  be  g iven  on ly where  the  l etter x i s  shown  in  the  table  of the  g iven  sheet.   

I f there  are  p lu ral  i den tical  enclosures  wi th  a  d i fferent heigh t (G) ,  the  typical  va lue  of G  shal l  be  
shown  in  the  table.  Or d i fferen t values  of G  shal l  be  expressed  wi th  a  subscript number such  as  
G1 ,  G2 ,  etc.  The  identi ty references  are  g iven  in  the  table  i n  the  sheet.   
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6 Desi gn ati on  of su rface  m ou n ted  piezoelectri c  devi ces  wi th  h ybri d  enclosu re  
ou tl i nes  

Al l  correspond ing  enclosures  are  l i sted  i n  Table  2  below.   

Tabl e  1  – Revi sed  Con fi g u ration  

Type  Sh eet N o.  D escri pti on  (S i ze  un i t  i s  mm)  

CO26/01  Sheet 2  Maximum  G1  was  changed  from  to  5 . 5  to  5 . 7 .   

l2 ,  b2  were  changed  from  2 , 6 ,  2 , 1  to  2 , 8 ,  2 , 3  respecti ve l y.  

CO27/01 ~04  Sheet  3  Maximum  B  was  changed  from  9 , 5  to  9 , 6 .  

CO27/01 , 02  Sheet  3  Maximum  G1  and  G2  were  changed  from  5 , 5 ,  4 , 7  to  5 , 7 ,  4 , 9  respecti ve l y.  

CO27/04  Sheet 3  CO27  wi th  G4  of 3 , 0  was  newly added .   

CO28/01 ~03  Sheet  4  l2 ,  b2  were  changed  from  4 , 0 ,  3 , 0  to  4 , 2 ,  3 , 2  respecti ve l y.  

CO29/01 -02  Sheet  5  l2 ,  b2  were  changed  from  2 , 5 ,  1 , 3  to  2 , 7 ,  1 , 5  respecti ve l y.  

 

Table  2  below provides  the  designation  of surface  mounted  piezoelectric devices  wi th  hybrid  
enclosure  ou tl i ne.  

Tabl e  2  – Desig nati on  of su rface  mou n ted  pi ezoel ectri c  
devi ces  wi th  h ybri d  en cl osu re  ou tl i n e  

N o.  Type  Sh eet N o.  Des cri pti on  
N ati on al  referen ce  

C ou n try Referen ce  

1  CO  25/01 ~02  Sheet  1  H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  fou r ben t connection  p i ns    

2  CO  26/01 ~02  Sheet  2  H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  fou r connection  pads    

3  CO  27/01 ~04  Sheet  3  H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  s i x connection  pads    

4  CO  28/01 ~03  Sheet  4  H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  seven  connection  pads    

5  CO  29/01 ~02  Sheet  5  H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  e i gh t  connecti on  pads    

6  CO  30/01 ~09  Sheet  6  H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  s i x connection  pads    

 

Table  3  below l i sts  the  various  lead  connections.  
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Tabl e  3  – Lead  con n ecti on s  

Crystal  osci l l ator ou tl i n e  
Posi ti on  

( l ead  n u m ber)  
Fu n cti on  

CO 25  

1  NC(IC)  

2  Ground  

3  Ou tpu t  

4  Vcc 

CO 26  

1  NC(IC)  

2  Ground  

3  Ou tpu t  

4  Vcc 

CO 27  

1  Vc 

2  NC(IC)  

3  Ground  

4  Ou tpu t  

5  NC(IC)  

6  Vcc 

CO 28  

1  NC(IC)  

2  Vref 

3  Vcc 

4  Ou tpu t  

5  NC(IC)  

6  NC(IC)  

7  Ground  

CO 29  

1  Vc 

2  Opti onal  

3  D i sabl e  

4  Ground  

5  Ou tpu t  

6  Ou tpu t  

7  Opti onal  

8  Vcc 

CO 30  

1  Vc 

2  Vcc 

3  Opti onal  

4  Ou tpu t  

5  Ground  

6  Opti onal  
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Hybri d  SMD  enclosu re  wi th  fou r ben t connecti on  p i ns  –  

Type  CO  25/01 ~02  

Scal e  
3 : 1  

 

 

Sheet 1  

Ref.  
D imensions  (mm)  

Notes 
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  1 8 , 5   
B ―  ―  1 2 , 0   
D ―  4 , 2    
E 4, 6  4 , 9  5 , 2   
F 20, 9  ―  2 1 , 5   

G1  ―  ―  4 , 7  /01  

G2  ―  ―  5 , 5  /02 

K1  1 , 07  ―  1 , 47   

LB  3, 5  ―  3 , 9   
e ―  7 , 5  ―   
e1  ―  1 8 , 0  ―   

l2  ―  ―  4 , 3   

b2  ―  ―  2 , 1   
y1  ―  ―  0 , 25   
y2  ―  ―  0 , 1 5   

 

Actual  s i ze  

A  

3  

2  1  

E  

4  

G
 

LB  

F 

K
1
 

D  

IEC   

Terminal  l and  areas  

e1  

b
2
 e
 

l2  

1  2  

3  4  

e
 

B
 

y1  s  

s  

y2  s  
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Hybri d  SMD  enclosu re  wi th  fou r connection  pads  –  

Type  CO  26/01 ~02  

Scal e  
3 : 1  

 
 

Sheet 2  

Ref.  
D imensions  (mm)  

Notes 
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  1 4 , 4   
B ―  ―  9 , 5   
G1  ―  ―  5 , 7  /01  
G2  ―  ―  6 , 1  /02 
K1  1 , 7  ―  1 , 9   
LB  1 , 7  ―  1 , 9   
e ―  5 , 08  ―   
e 1  ―  8 , 4  ―   
I2  ―  ―  2 , 8   
b2  ―  ―  2 , 3   
y ―  ―  0 , 1   

 

Actual  s i ze  

A  

G
 

4  3  

2  1  

s  

e  

K1  

L
B
 

B
 

y s  

            IEC    

Term inal  l and  areas  

e  

b2  

l 2
 

e
1
 

1  2  

3  4  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  1 0  – I EC  61 837-4: 201 5  © I EC 201 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hybri d  SMD  enclosu re  wi th  s i x connection  pads  – 

Type  CO  27/01 ~04  

Scal e  

3 : 1  

 
 

Sheet 3  

Ref.  
D imensions  (mm)  

Notes 
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  1 4 , 4   
B ―  ―  9 , 6   
G1  ―  ―  5 , 7  /01  
G2  ―  ―  4 , 9  /02 
G3  ―  ―  6 , 1  /03 
G4  ―  ―  3 , 0  /04 
K1  0, 9  ―  1 , 1   
LB  1 , 45  ―  1 , 65   
e ―  2 , 54  ―   
e 1  ―  8 , 7  ―   
I2  ―  ―  2 , 7   
b2  ―  ―  1 , 5   
y ―  ―  0 , 1   

K1  

L
B
 

e  e  

Actual  s i ze  

B
 

2  1  

6  4  

A  

5  

3  

G
 

IEC    

Terminal  l and  areas  

b2  

e
1
 

I 2
 

e  e  

y s  

s  
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Hybri d  SMD  enclosu re  wi th  seven  connection  pads   

–  Type  CO 28/01 ~03  

Scal e  

2 : 1  

 
 

Sheet 4  

Ref.  
D imensions  (mm)  

Notes 
M i n .  Nom .  Max.  

A  ―  ―  22 , 2   
B ―  ―  25 , 6   
G1  ―  ―  1 1 , 5  /01  
G2  ―  ―  1 5 , 2  /02 
G3  ―  ―  7 , 2  /03 
K1  2, 4  ―  2 , 6   
LB  2, 4  ―  2 , 6   
e ―  5 , 08  ―   
e1  ―  7 , 62  ―   
e2  ―  23 , 5  ―   
b2  ―  ―  4 , 2   
l2  ―  ―  3 , 2   
y ―  ―  0 , 1   

IEC    

e
2
 

b2  

Terminal  l and  areas  

e1  e  

l 2
 

e  

1  2  3  

4  5  6  7  

s  y 

G
 

s  

6  4  5  

A  
2  1  3  

7  

B
 

Actual  s i ze  

L
B
 

K1  

e1  e  e  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  1 2  – I EC  61 837-4: 201 5  © I EC 201 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE  Pads  number 2  and  number 7  opti onal  

H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  e i gh t  connecti on  pads  –  

Type  CO  29/01 ~02  

Scal e  
2 : 1  

 
 

Sheet 5  

Ref.  
D imensions  (mm)  

Notes 
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  20 , 5   
B ―  ―  1 3 , 9   
G1  ―  ―  5 , 72  /01  
G2  ―  ―  8 , 5  /02 
K1  0, 9  ―  1 , 1   
LB  1 , 5  ―  1 , 7   
e ―  2 , 54  ―   
e1  ―  1 0 , 1 6  ―   
e2  ―  1 2 , 5  ―   
l2  ―  ―  2 , 7   
b2  ―  ―  1 , 5   
y ―  ―  0 , 1   

 

s  G
 

K1  

e  e1  

L
B
 

e  

Actual  s i ze  

y s  

IEC    

e1  e  

e
2
 

Terminal  l and  areas  

b2  

l 2
 

e  

1  2  3  4  

8  7  6  5  

A  

B
 

8  6  

2  

7  5  

1  3  4  
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NOTE  Pads  number 3  and  number 6  are  opti onal  

H ybri d  SMD  enclosu re  wi th  s i x connection  pads  –   

Type  CO  30/01 ~09  

Scal e  
3 : 1  

 
 

Sheet 6  

_____________ 

Ref.  
D imensions  (mm)  

Notes 
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  1 9 , 1   
B ―  ―  1 3 , 1   
G1  ―  ―  4 , 0  /01  
G2  ―  ―  4 , 8  /02 
G3  ―  ―  5 , 2  /03 
G4  ―  ―  6 , 0  /04 
G5  ―  ―  6 , 5  /05 
G6   ―  7 , 5  /06 
G7  ―  ―  8 , 0  /07 
G8  ―  ―  8 , 5  /08 
G9  ―  ―  9 , 5  /09 
K1   1 , 42  ―  1 , 62   
LB   1 , 55  ―  1 , 75   
e ―  7 , 1 4  ―   
e1  ―  1 7 , 57  ―   
b2  ―  ―  2 , 0   
l2  ―  ―  3 , 3   
y ―  ―  0 , 1   

 

G
 

Actual  s i ze  

5  

6  

1  

4  

3  

2  

A  

B
 

LB  

e
 K

1
 

y s  

s  

IEC    

Terminal  l and  areas  

e1  

I2  

e
 

b
2
 

1  2  

3  

4  
5  

6  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
DISPOSITIFS PIÉZOÉLECTRIQU ES À M ON TAGE EN  SU RFACE  

POU R LA COM M AN DE ET LE  CH OIX DE LA FRÉQU EN CE –  
EN COM BREM EN TS N ORM ALISÉS ET CON N EXION S DES SORTIES –  

 
Partie  4:  Encombrements  des  enveloppes  hybri des  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commissi on  E l ectrotechn ique  I n ternational e  ( I EC)  est u ne  organ i sati on  mond ia le  d e  normal i sati on  composée  
de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn iques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC  a  pou r obj et  de  
favori ser l a  coopérati on  i n ternational e  pou r tou tes  l es  q uesti ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  de  
l 'é l ectri ci té  et  de  l 'é l ectron i que.  A cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  i n ternati ona les ,  des  
Spéci fi cati ons  techn i ques,  d es  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  publ i c (PAS)  e t  des  
Gu i des  (ci -après  dénommés  "Pub l i cati on (s)  de  l ’ I EC") .  Leu r é l aborati on  est con fi ée  à  d es  comi tés  d 'études,  aux 
travaux desquel s  tou t  Comi té  nati onal  i n téressé  par l e  su j et  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onal es ,  gouvernemen ta l es  et  non  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t  égal emen t aux 
travaux.  L ’ I EC col l abore  étro i temen t avec l 'Organ i sati on  I n ternati onal e  d e  Normal i sati on  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  d eux organ i sati ons.  

2 )  Les  d éci s i ons  ou  accords  offi ci e l s  de  l ’ I EC  concernant  l es  questi ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesure  du  
poss ib l e ,  u n  accord  i n ternati onal  su r l es  su j ets  étud i és ,  é tan t  d onné  q ue  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  i n téressés  
son t représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ études.  

3 )  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  se  présenten t sous  l a  forme  de  recommandati ons  i n ternati onal es  et  son t  ag réées  comme 
te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t  en trepris  afi n  q ue  l ’ I EC  s 'assu re  de  
l 'exacti tu de  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC  ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  l 'éven tue l l e  
mauvaise  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par un  q ue lconque  u ti l i sateu r fi nal .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encourager l ' u n i form i té  i n ternational e ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  possi b l e ,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onal es  et  
rég i onal es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  rég ional es  
correspondan tes  doiven t ê tre  i nd i quées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern i ères.  

5)  L ’ I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  attestati on  d e  con form i té.  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  i ndépendan ts  
fou rn i ssen t  des  services  d 'éval uati on  de  con formi té  et,  dans  certai ns  secteu rs ,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC  n 'est  responsable  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ i smes  de  certi fi cati on  
i n dépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doi ven t  s 'assu rer qu ' i l s  son t  en  possession  d e  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  do i t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandata i res,  
y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC,  pou r 
tou t  pré j ud ice  causé  en  cas  de  dommages  corpore l s  et  matéri e l s,  ou  de  tou t au tre  dommage  de  quel que  natu re  
q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  de  j u sti ce)  e t  l es  dépenses  
décou l an t  de  l a  pub l i cati on  ou  de  l ' u ti l i sati on  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  
ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour une  app l i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ atten ti on  est a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l émen ts  de  l a  présen te  Publ i cati on  de  l ’ I EC  peuven t fa i re  l ’ ob j et  
de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC  ne  sau ra i t  ê tre  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avo i r i den ti fi é  de  te l s  d roi ts  de  brevets  
et  de  ne  pas  avoi r s i gna l é  l eu r exi stence.  

La  Norme i n ternationale  I EC  61 837-4  a  été  établ ie  par l e  comi té  d 'études  49  de  l ' I EC:  D isposi ti fs  
p iézoélectriques,  d ié lectriques  et é lectrostatiques  et matériaux associés  pour l a  détection ,  l e  
choix et  l a  commande  de  l a  fréquence.  

Cette  deuxième éd i tion  annu le  et remplace  la  première  éd i tion  parue  en  2004.  E l le  consti tue  une  
révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivan tes  par rapport à  l 'éd i tion  
précédente:  
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•  Le  dessin  d 'encombrement est défin i  comme un  ensemble  de  dessins  composé  de  quatre  
vues,  à  savoi r l a  vue  de  dessus,  l a  vue  de  face,  l a  vue  de  d roi te  et l a  vue  de  dessous,  à  l a  
p lace  de  l 'ensemble  des  trois  vues  prévu  dans  l a  version  précédente.  

•  Les  configurations  des  enveloppes  on t été  révisées  comme ind iqué  au  Tableau  1 .   

Le  texte  de  cette  norme  est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

FDIS  Rapport  de  vote  

49/1 1 1 7/FDIS  49/1 1 29/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Cette  Norme i n ternationale  doi t  être  l ue  con join tement avec l ' I EC  61 240:201 2.  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC  61 837,  publ iées  sous  le  ti tre  général  Dispositifs 
piézoélectriques à  montage en  surface pour la  commande et le  choix de la  fréquence – 
Encombrements normalisés et connexions des sorties,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web  de  
l ' I EC.  

Le  comi té  a  décidé  que  le  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  l es  données  
relatives  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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DISPOSITIFS PIÉZOÉLECTRIQU ES À M ON TAGE EN  SU RFACE  
POU R LA COM M AN DE ET LE  CH OIX DE LA FRÉQU EN CE –  

EN COM BREM EN TS N ORM ALISÉS ET CON N EXION S DES SORTIES –  
 

Partie  4:  Encombrements  des  enveloppes  hybri des  
 
 
 

1  Dom ai n e d 'appl i cati on  

La  présente  partie  de  l ' I EC  61 837  spéci fie  l es  dessins  d ’encombrement et l es  connexions  des  
sorties  pour l es  d isposi ti fs  piézoélectriques  à  montage  en  surface  avec les  encombrements  
d 'enveloppes  hybrides,  et est fondée  sur l ' I EC  61 240:201 2,  qu i  a  normal isé  l es  règ les  de  tracé  
des  dessins  d 'encombrement des  d isposi ti fs  à  montage  en  su rface.  

2  Référen ces  n orm ati ves  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  l e  présent document et  son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i tion  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC  61 240:201 2 ,  Dispositifs piézoélectriques – Préparation des dessins d'encombrement des 
dispositifs à  montage en  surface pour la  commande et le  choix de la  fréquence – Règles 
générales  

3  Con figu rati on  des  enveloppes  

Si  une  enveloppe  existe  en  p lusieurs  versions  avec des  hau teurs  d i fféren tes,  chaque  enveloppe 
est i den ti fi ée  par une  barre  obl ique  (/)  et  un  numéro  à  deux ch i ffres  p lacé  après  l e  nom  de  type  
de  base.  Le  numéro  de  version  est i nd iqué  dans  le  tableau  de  d imensions  de  l a  feu i l l e.   

4 Di m ensions  des  d i sposi ti fs  pi ézoél ectriqu es  à  m ontage en  su rface avec 
en com brem en ts  des  enveloppes  h ybri des  

Les  d imensions  précisées  dans  l a  présente  norme  s 'appl i quent aux d isposi ti fs  p iézoélectriques  
à  montage  en  surface.  

Seu les  son t données  l es  d imensions  qu i  satisfon t aux exigences  de  l ' I EC  61 240.  

I l  convien t de  décri re  l es  dessins  de  même tai l le  à  l a  même échel le .  I l  convient de  chois i r 
l 'échel le  à  parti r du  Tableau  A. 1  de  l ' I EC  61 240:201 2.  Dans  l a  présente  partie  de  l ' I EC  61 837,  i l  
est recommandé  que  l es  enveloppes  don t l a  l ongueur a  une  valeur nominale  supérieure  à  
20  mm  u ti l i sen t l 'échel l e  2 : 1 .   

5 Tableau  des  d i men si on s  détai l lées  

Les  d imensions  doiven t être  données  un iquement l orsque  la  l ettre  x est i nd iquée  dans  l e  tableau  
de  l a  feu i l l e  donnée.   

S ' i l  existe  p lusieurs  enveloppes  identiques  avec une  hau teur d i fféren te  (G) ,  l a  valeur type  de  G  
doi t  être  représentée  dans  l e  tableau .  Les  éventuel les  valeurs  d i fféren tes  de  G  do ivent être  
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exprimées  avec un  i nd ice  comme G1 ,  G2 ,  etc.  Les  références  d ' iden ti té  son t données  dans  le  
tableau  de  la  feu i l l e .  

6 Dési gn ati on  des  d i sposi ti fs  pi ézoél ectriqu es  à  m ontage en  su rface avec 
en com brem en ts  des  enveloppes  h ybri des  

Toutes  l es  enveloppes  correspondantes  figurent au  Tableau  2  ci -dessous.   

Tabl eau  1  – Confi gu ration  révi sée 

Type  Feu i l l e  N °  D escri pti on  (L 'un i té  u ti l i sée  pou r l es  d imens ions  est l e  mm)  

CO26/01  Feu i l l e  2  G1  maximal  est  passé  de  5 , 5  à  5 , 7 .   

l2 ,  b2  son t  passés  de  2 , 6 ,  2 , 1  à  2 , 8 ,  2 , 3  respecti vement.  

CO27/01 ~04  Feu i l l e  3  B  maximal  est  passé  de  9 , 5  à  9 , 6 .  

CO27/01 , 02  Feu i l l e  3  G1  e t  G2  maximaux son t  passés  de  5 , 5,  4 , 7  à  5 , 7 ,  4 , 9  respecti vemen t.  

CO27/04  Feu i l l e  3  CO27  avec G4  éga l  à  3 , 0  a  é té  a j ou té.   

CO28/01 ~03  Feu i l l e  4  l2 ,  b2  son t  passés  de  4 , 0 ,  3 , 0  à  4 , 2 ,  3 , 2  respecti vement.  

CO29/01 -02  Feu i l l e  5  l2 ,  b2  son t  passés  de  2 , 5,  1 , 3  à  2 , 7 ,  1 , 5  respecti vement.  

 

Le  Tableau  2  ci -dessous  i nd ique  l a  désignation  des  d isposi ti fs  p iézoélectriques  à  montage  en  
su rface  avec encombrements  des  enveloppes  hybrides.  

Tabl eau  2  – Désig nati on  des  d isposi ti fs  pi ézoél ectri qu es  à  m on tage   
en  su rface  avec en combrements  des  en vel oppes  h ybri d es  

N °  Type  Feu i l l e  N °  Descri pti on  
Référen ce  n ati on al e  

P ays  Référen ce  

1  CO  25/01 ~02  Feu i l l e  1  Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  
avec quatre  broches  de  connexion  cou rbées  

  

2  CO  26/01 ~02  Feu i l l e  2  Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  
avec quatre  pasti l l es  de  connexion  

  

3  CO  27/01 ~04  Feu i l l e  3  Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  
avec s i x  pasti l l es  de  connexion  

  

4  CO  28/01 ~03  Feu i l l e  4  Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  
avec sept pasti l l es  d e  connexion  

  

5  CO  29/01 ~02  Feu i l l e  5  Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  
avec hu i t  pasti l l es  de  connexion  

  

6  CO  30/01 ~09  Feu i l l e  6  Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  
avec s i x  pasti l l es  de  connexion  

  

 

Le  Tableau  3  ci -dessous  énumère  l es  d i fféren tes  connexions  des  sorties.  
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Tabl eau  3  – Conn exi ons  des  sorties  

En com brem en t d es  
osci l l ateu rs  à  q u artz  

Pos i ti on  
(n u m éro  d e  sorti e)  

Fon cti on  

CO 25  

1  NC  ( I C)  

2  Masse  

3  Sorti e  

4  Vcc 

CO  26  

1  NC  ( I C)  

2  Masse  

3  Sorti e  

4  Vcc 

CO  27  

1  Vc 

2  NC  ( I C)  

3  Masse  

4  Sorti e  

5  NC  ( I C)  

6  Vcc 

CO  28  

1  NC  ( I C)  

2  Vréf 

3  Vcc 

4  Sorti e  

5  NC  ( I C)  

6  NC  ( I C)  

7  Masse  

CO  29  

1  Vc 

2  Facu l tati f 

3  Désacti vati on  

4  Masse  

5  Sorti e  

6  Sorti e  

7  Facu l tati f 

8  Vcc 

CO  30  

1  Vc 

2  Vcc 

3  Facu l tati f 

4  Sorti e  

5  Masse  

6  Facu l tati f 
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Enveloppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  avec quatre  
broches  de  connexion  cou rbées  –   

Type  CO  25/01 ~02  

Echel l e  
3 : 1  

 

 

Feu i l l e  1  

Réf.  
D imensions  (mm)  

Notes  
M i n .  N om.  Max.  

A ―  ―  1 8 , 5   
B ―  ―  1 2 , 0   
D ―  4 , 2    
E 4, 6  4 , 9  5 , 2   
F 20 , 9  ―  2 1 , 5   

G1  ―  ―  4 , 7  /01  

G2  ―  ―  5 , 5  /02  

K1  1 , 07  ―  1 , 47   

LB  3, 5  ―  3 , 9   
e ―  7 , 5  ―   
e1  ―  1 8 , 0  ―   

l2  ―  ―  4 , 3   

b2  ―  ―  2 , 1   
y1  ―  ―  0 , 25   
y2  ―  ―  0 , 1 5   

 

 

Tai l l e  réel l e  

A  

3  

2  1  

E  

4  

B
 

G
 

LB  

F 

K
1
 

D  

e
 

IEC    

Surfaces  de  con tact  
des  sorties  

e1  

b
2
 e
 

l2  

1  2  

3  4  

 

 

y1  s  

s  

y2  s  
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Enveloppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  avec quatre  
pasti l l es  de  connexion  –  

Type  CO  26/01 ~02  

Echel l e  
3 : 1  

 
 

Feu i l l e  2  

Réf.  
D imensions  (mm)  

Notes  
M i n .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 4 , 4   
B ―  ―  9 , 5   
G1  ―  ―  5 , 7  /01  
G2  ―  ―  6 , 1  /02  
K1  1 , 7  ―  1 , 9   
LB  1 , 7  ―  1 , 9   
e ―  5 , 08  ―   
e 1  ―  8 , 4  ―   
I2  ―  ―  2 , 8   
b2  ―  ―  2 , 3   
y ―  ―  0 , 1   

 

Ta i l l e  réel l e  

A  

G
 

4  3  

2  1  

s  

e  

K1  

L
B
 

B
 

y s  

IEC    

Surfaces  de  con tact 
des  sorties  

e  

b2  

l 2
 

e
1
 

1  2  

3  4  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  22  – I EC  61 837-4: 201 5  © I EC 201 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enveloppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  avec s i x  pasti l l es  
d e  connexion  – 

Type  CO  27/01 ~04  

Echel l e  

3 : 1  

 
 

Feu i l l e  3  

Réf.  
D imensions  (mm)  

Notes  
M i n .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 4 , 4   
B ―  ―  9 , 6   
G1  ―  ―  5 , 7  /01  
G2  ―  ―  4 , 9  /02  
G3  ―  ―  6 , 1  /03  
G4  ―  ―  3 , 0  /04  
K1  0, 9  ―  1 , 1   
LB  1 , 45  ―  1 , 65   
e ―  2 , 54  ―   
e 1  ―  8 , 7  ―   
I2  ―  ―  2 , 7   
b2  ―  ―  1 , 5   
y ―  ―  0 , 1   

K1  

L
B
 

e  e  

Ta i l l e  réel l e  

B
 

2  1  

6  4  

A  

5  

3  

G
 

IEC   

Surfaces de contact des sorties  

b2  

e
1
 

I 2
 

e  e  

y s  

s  
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Enveloppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  avec sept  pasti l l es  
d e  connexion  –  

Type  CO  28/01 ~03  

Echel l e  

2 : 1  

 
 

Feu i l l e  4  

Réf.  
D imensions  (mm)  

Notes  
M i n .  Nom.  Max.  

A  ―  ―  22 , 2   
B ―  ―  25 , 6   
G1  ―  ―  1 1 , 5  /01  
G2  ―  ―  1 5 , 2  /02  
G3  ―  ―  7 , 2  /03  
K1  2, 4  ―  2 , 6   
LB  2, 4  ―  2 , 6   
e ―  5 , 08  ―   
e1  ―  7 , 62  ―   
e2  ―  23 , 5  ―   
b2  ―  ―  4 , 2   
l2  ―  ―  3 , 2   
y ―  ―  0 , 1   

IEC    

e
2
 

b2  

Surfaces  de  con tact 
des  sorti es  

e1  e  

l 2
 

e  

1  2  3  

4  5  6  7  

s  y 

G
 

s  

6  4  5  

A  
2  1  3  

7  

B
 

Tai l l e  réel l e  

L
B
 

K1  

e1  e  e  
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NOTE  Les  pasti l l es  2  e t  7  son t  facu l tati ves  

Envel oppe  de  d i sposi ti f à  montage  en  su rface  hybri de  avec hu i t  pasti l l es  
d e  connexion  –  

Type  CO  29/01 ~02  

Echel l e  
2 : 1  

 
 

Feu i l l e  5  

Réf.  
D imensions  (mm)  

Notes  
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  20 , 5   
B ―  ―  1 3 , 9   
G1  ―  ―  5 , 72  /01  
G2  ―  ―  8 , 5  /02  
K1  0, 9  ―  1 , 1   
LB  1 , 5  ―  1 , 7   
e ―  2 , 54  ―   
e1  ―  1 0 , 1 6  ―   
e2  ―  1 2 , 5  ―   
l2  ―  ―  2 , 7   
b2  ―  ―  1 , 5   
y ―  ―  0 , 1   

 

s  G
 

K1  
 

e  e1  

L
B
 

e  

Tai l l e  réel l e  

y s  

IEC  

e1  e  

e
2
 

Surfaces  de  con tact 
des  sorties  

b2  

I
l 2
 

e  

1  2  3  4  

8  7  6  5  

A  

B
 

8  6  

2  

7  5  

1  3  4  
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NOTE  Les  pasti l l es  3  e t  6  son t  facu l tati ves  

Envel oppe  de  d i sposi ti f à  mon tage  en  su rface  hybri de  avec s i x  pasti l l es  
d e  connexion  –  

Type  CO  30/01 ~09  

Echel l e  
3 : 1  

 
 

Feu i l l e  6  

 

_____________ 

Réf.  
D imensions  (mm)  

Notes  
M i n .  Nom.  Max.  

A ―  ―  1 9 , 1   
B ―  ―  1 3 , 1   
G1  ―  ―  4 , 0  /01  
G2  ―  ―  4 , 8  /02  
G3  ―  ―  5 , 2  /03  
G4  ―  ―  6 , 0  /04  
G5  ―  ―  6 , 5  /05  
G6   ―  7 , 5  /06  
G7  ―  ―  8 , 0  /07  
G8  ―  ―  8 , 5  /08  
G9  ―  ―  9 , 5  /09  
K1   1 , 42  ―  1 , 62   
LB   1 , 55  ―  1 , 75   
e ―  7 , 1 4  ―   
e1  ―  1 7 , 57  ―   
b2  ―  ―  2 , 0   
l2  ―  ―  3 , 3   
y ―  ―  0 , 1   

 

G
 

Tai l l e  réel l e  

5  

6  

1  

4  

3  

2  

A  

B
 

LB  

e
 K

1
 

y s  

s  

IEC    

Surfaces  de  con tact 
des  sorties  

e1  

I2  

e
 

b
2
 

1  2  

3  

4  
5  

6  
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